Formular pér SYLLABUS té Léndés

Té dhéna bazike té Iéndés

Njésia akademike:

Fakulteti i Inxhinierisé Mekanike

Departamenti Mekatroniké

Titulli i Iéndés: MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)
Niveli: Master

Statusi 1éndés: Obligative

Semestri: IX

Numri i oréve né javé: 2+2

Vlera né kredi — ECTS: 5

Koha / lokacioni:

Laboratorét e FIM

Mésimédhénési i 1éndés: Prof.dr.sc. Ilir Dogi

Pérshkrimi i 1éndés

MEMS jané pajisje té vogla té dimesioneve né mikrometra gé
kombinojné komponente mekanike dhe elektrike. Kéto pajisje
(ose sisteme) kané aftésiné pér ndjesim, kontroll dhe vénie né
lévizje né mikro shkallé, dhe té gjenerojé efekte né makro shkallg.
Lénda do té pérmbajé aplikimin e MEMS, materialet e MEMS
pajisjeve, vetité mekanike dhe efektet fizike. Metodat e
mikropérpunimit. Llojet e senzoréve dhe aktuatoréve t¢ MEMS.
Lémité e aplikimit. Aplikimi i softverit Comsol pér analizé dhe
dizajnim t¢ MEMS pajisjeve.

Qéllimet e lIéndés:

Pér té analizuar, dizajnuar, zhvilluar, dhe pér té zbatuar MEMS-in,
studentét duhet t& mésojné llojet e senzoréve dhe aktuatoréve té
MEMS, ményrat e mikropérpunimit té tyre, materialet, dizajnimin
dhe projektimin, modelimin dhe simulimi, etj

Rezultatet e
pritura té nxénies:

Studentét jané né gjendje qé té€ mésojné pér réndésiné dhe
aplikimin e MEMS, senzorét e MEMS, aktuatorét e MEMS,
funksionimi i tyre, materialet e MEMS, ményra e krijimit dhe
pérpunimit. Dizajnimi dhe analiza e MEMS pajisjeve me softverin
Comsol.

Kontributi né ngarkesén e studentit ( gjé qé duhet té korrespondoj me rezultatet e té

nxénit té studentit)

Aktiviteti Oré Dité/javé Gjithésej
Ligjérata 2 15 30
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30
Puné praktike 2 2
Kontaktet me 2 2 4
mésimdhénésin/konsultimet

Ushtrime né teren 2 1 2
Kollokfiume,seminare 2 6 12
Detyra té shtépisé 1 7 7
Koha e studimit vetanak té studentit 3 7 21
(né biblioteké ose né shtépi)

Pérgaditja pérfundimtare pér provim 5 2 10




Koha e kaluar né vlerésim
(teste,kuiz,provim final)

2 1 2

Projektet,prezentimet ,etj

2 3 6

Totali

126

Metodologjia e

mésimédhénies:

Ligjérata, ushtrime, seminar, diskutim, puné né grupe, etj.

Metodat e
vlerésimit:

Vlerésimi i paré: 47.5% ; Vlerésimi i dyté 47.5;

Vijimi i rregullt 5% ;

NEé rast se 1énda nuk kalohet me teste, Provimi final 95%. Vijimi
i rregullt 5% ; Total 100%

Raporti né mes té Pjesa teorike (%) Pjesa praktike (%)
studimit teorik dhe 50% 50%
praktik
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Plani i dizejnuar i mésimit:

Java Ligjeratat gé do té zhvillohen sipas javéve
Java e paré: Hyrje né MEMS. Informimi pér I1éndén
Java e dyté: Lémité e aplikimit t¢ MEMS. Dizajnimi dhe analiza e MEMS me

softverin Comsol.

Java e treté:

Materialet e MEMS

Java e katért:

Vetité mekanike dhe efektet fizike t& materialeve né MEMS

Java e pesté:

Metodat e mikropérpunimit té MEMS. Metodat themelore.
Pérgaditja e strukturave pér mikropérpunim. Procesi i depozitimit.
Spin-On metodat. Fotolitografia. Metoda Etching.

Java e gjashté:

Mikropérpunimi  sipérfagésor.  Metodat e  ndryshme té
mikropérpunimit. Fusion Bonding. Lidhja anodike. Prerja né copé e
waferéve.  Retifikimi, polirimi dhe polirimi kimiko-mekanik.
Metodat e depozitimit Sol-Gel. Galvanizimi. Metoda LIGA.
Pérpunimi fotokimik. Mikropérpunimi me laser. Litografia e buté.
Stampimi né té nxehté. Pé&rpunimi me ultrazé. CAD né pérkrahje té
MEMS. Mikroformimi i gelqit.

Java e shtaté:

MEMS senzorét. Senzorét e presionit. MEMS Mikrofonét. MEMS
senzorét e garkullimit té masés fluide. MEMS senzorét diferencial té
garkullimit té masés fluide. MEMS senzorét e forcés sé garkullimit
té fluideve.




Java e teté:

Vlerésimi i paré intermediar

Java e nénté:

MEMS senzorét — Akcelerometrat. Akcelerometrat e qarkut té
mbyllur; Akcelerometri piezorezistivé i pérpunar me hegje materiali;

Akcelereometri  kapacitivé i pérpunar me hegje materiali;
Akcelereometri kapacitivé me pérpunim  sipérfagésor;
Akcelereometri  piezoelektrik; Akcelereometri  resonant;

Akcelereometrat me shumé akse

Java e dhjeté:

Senzorét termik, senzorét e radiacionit

Java e njémbedhjeté:

Senzorét magnetik; senzorét kimik; ISFET sensorét; mems DLP;

Java e dymbédhjeté:

Biosenzorét. Senzorét optik. Sistemet optike té komunikimit; Mikro
thjerrézat

Java e trembédhjeté:

MEMS Aktuatorét. Aktuatimi elektrostatik Aktuatimi piezoelektrik.
Aktuatimi termik. Aktuatimi magnetik .Aktuatimi me ané té
legurave té memorimit té formés.

Java e
katérmbédhjeté:

MEMS Gjiroskopét. MEMS Mikrorobotét. MEMS Mikrokapésit.
MEMS Mikrokonvejerét. Mikropompat. Mikromotorét. MEMS
ingranazhet dhe reduktorét. MEMS celésat optik.

Java e pesémbédhjeté:

Vlerésimi i dyté intermediar

Politikat akademike dhe rregullat e mirésjelljes:

Cakto politikat e mirésjelljes konfor statusit té UP-sé.
Mbajtja e getésisé né mésim, shkygja e telefonave celular, hyrja né mé me kohé,
pércjellja me rregull e ligjératave dhe ushtrimeve etj.




